INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2025

ANEXO A: LISTA DE PRODUCTOS QUE FACILITAN
LA IA Y DE SECTORES ECONOMICOS AFECTADOS

Anexo A.1: Lista no exhaustiva de productos que facilitan la 1A

Caédigo
Designacion del SA Explicacion Tipo
del SA S P P
_ . _ Materia prima clave para fabricar capas .
Silicio, con un contenido de silicio . P p. . .p Materias
280461 . . aislantes en los transistores y circuitos .
superior o igual al 99,99% en peso . primas
integrados.
El argén limpia los metales, previene la Materias
280421 Gases nobles - argon oxidacion y facilita el grabado no reactivo fimas
y el deposito. P
Materias primas clave utilizadas en
la fabricacion de semiconductores, a Materias
280429  Gases nobles, excepto el argon o .
menudo como agentes de limpieza y primas
reduccion.
El oxigeno de muy alta pureza es una
materia prima clave que actua como .
. . Materias
280440  Oxigeno agente oxidante en procesos como el rimas
depdsito de capas de silicio, el grabado y P
la neutralizacion de gases reactivos.
Materia prima clave para los catalizadores .
. N Materias
711021 Metales - paladio, en bruto o en polvo y componentes en la fabricacion de rimas
equipo fisico para la IA. P
Producto quimico especializado utilizado
. ara la limpieza y el grabado de obleas Productos
Fluoruro de hidrégeno p" " P , y 9 L .
281111 . . ("wafers") de silicio, para eliminar quimicos
(acido fluorhidrico) e o
el dioxido de silicio y para preparar elaborados
superficies para su transformacion.
. s . Disolventes utilizados en la fabricacion
Eteres aciclicos y sus derivados . . . Productos
. de semiconductores, incluidas las .
290919 halogenados, sulfonados, nitrados o . . quimicos
. , . preparaciones fotorresistentes y los
nitrosados, excepto el éter dietilico L. elaborados
agentes de limpieza.
. Un producto quimico especializado
Compuestos con funciones P quimico € ,p Productos
. . utilizado en la fabricacion de .
292990 nitrogenadas; n.e.p. en el Capitulo 29, . quimicos
. . . semiconductores, frecuentemente para
excluidos los isocianatos - elaborados
procesos de depdsito o grabado.
I . I Materia prima esencial en la fabricacién Productos
Silicio, con un contenido de silicio i .
280469 . . de semiconductores de IA con una quimicos
inferior al 99,99% en peso S L
pureza de silicio ligeramente inferior. elaborados
Producto quimico especializado utilizado
P . . para grabar el polisilicio con el fin de Productos
Acidos inorganicos, excepto el fluoruro . .
281119 L crear surcos y agujeros en las obleas quimicos
de hidrégeno " " oo L
("wafers") de silicio para los circuitos elaborados
electronicos.
Esencial para la fabricacion de chips para Productos
281122 Dioxido de silicio la IA como material aislante y protector quimicos
clave en los semiconductores. elaborados
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Cadigo
Designacién del SA Explicacion Tipo
del SA J J p
. . . Un producto quimico especializado
Compuestos oxigenados inorganicos . .p . . .’p Productos
. utilizado en la fabricacion de .
281129 de los elementos no metalicos, n.e.p. . quimicos
. semiconductores, frecuentemente para
en la subpartida 2811.2 L elaborados
procesos de depdsito o grabado.
Utilizados en la fabricacion de
. . L, . . Productos
Oxidos de germanio y dioxido de semiconductores para IA con el fin .
282560 . . . . . quimicos
circonio de mejorar las propiedades 6pticas y
. . . elaborados
electronicas de los dispositivos.
Esencial en la produccion de
I . . Productos
Carburos de silicio, aunque no sean de  semiconductores para IA con el fin L.
284920 L, L. .. quimicos
constitucion quimica definida de crear componentes duraderos y de
. elaborados
altas prestaciones.
Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), Productos quimicos clave para la
siliciuros y boruros, aunque no sean de fabricaciéon de semiconductores para Productos
285000  constitucion quimica definida, excepto los 1A, que potencian propiedades de los quimicos
compuestos que consistan igualmente en materiales avanzados y el rendimiento de  elaborados
carburos de la partida 2849 los dispositivos.
Materiales esenciales en la fabricacion de Productos
391000 Siliconas en formas primarias chips para la IA con fines de aislamiento  quimicos
y proteccién. elaborados
Producto intermedio esencial para la Productos
711029 Metales; paladio, semilabrado fabricacion de componentes de equipo quimicos
fisico y catalizadores para la |A. elaborados
Galio, germanio, indio, niobio (colombio . . .
g. ( ) Metales y polvo intermedios criticos para Productos
y vanadio; las manufacturas de estos . -, . .
811292 . ) la fabricacion de semiconductores para quimicos
metales, en bruto, incluidos los
.. la IA. elaborados
desperdicios y desechos, en polvo
Galio, germanio, indio, niobio (colombio , .
g. ( ) Metales elaborados y articulos esenciales Productos
y vanadio; las manufacturas de estos o . . L
811299 . . para la fabricacion de dispositivos quimicos
metales, excepto en bruto, incluidos los .
. semiconductores para la IA. elaborados
desperdicios y desechos y en polvo
Componentes informaticos y equipo de
L . pruebas —como equipos de evaluacion,
Maquinas; partes y accesorios (excepto . e ) .
. tarjetas graficas, modulos de memoria Insumos
847330 los estuches, fundas y similares) de ) . ., . .
L . y sistemas de refrigeracion— para la intermedios
maquinas de la partida 8471 ., v . .
construccion, optimizacion y validacion de
los resultados del equipo fisico para IA.
) ) - Insumos para sistemas de |A, ya que
Soportes semiconductores; dispositivos . P . yaq
. proporcionan las capacidades de
de almacenamiento permanente de . .
. almacenamiento y recuperacion de datos  Insumos
852351 datos a base de semiconductores, . . . .
necesarias para formar, hacer funcionary intermedios
grabados o no, excepto los productos .
) almacenar modelos y conjuntos de datos
del Capitulo 37
de lA.
. . Dispositivos de proteccion de
Aparatos eléctricos para proteccion de . .
o s - los circuitos que garantizan el
circuitos eléctricos, no clasificados en i i Insumos
853630 . funcionamiento seguro y estable de los . .
otra parte en la partida 8536, para una intermedios

tension inferior o igual a 1.000 voltios

sistemas de equipo fisico de la IA, como
los servidores y los centros de calculo.
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Cadigo
Designacién del SA Explicacion Tipo
del SA = J p
Aparatos eléctricos: interruptores no Interruptores utilizados para controlar las
853650 clasificados en otra parte en la partida  sefiales eléctricas, componentes esenciales Insumos
8536, para una tensioén inferior o igual a en el equipo fisico de |A para gestionar el intermedios
1.000 voltios flujo de datos y las operaciones de sistema.
Aparatos eléctricos: clavijas y tomas de  Tomas de corriente (enchufes) para
. . . - . Insumos
853669  corriente (enchufes) para una tension tarjetas de carga utilizadas con fines de . .
. . : . intermedios
inferior o igual a 1.000 voltios prueba.
Aparatos eléctricos: diodos, excepto los . . .
. . . Utilizados en el montaje de tarjetas de Insumos
854110 fotodiodos y los diodos emisores de luz o . .
circuitos impresos. intermedios
(LED)
Cristales piezoeléctricos montados
. . . utilizados en el equipo fisico de la |IA para Insumos
854160 Cristales piezoeléctricos montados \ 9 p P . .
funciones de deteccion, procesado de intermedios
sefales y control de precisién.
Aparatos eléctricos; partes de
P . par o Obleas ("wafers") elaboradas que
diodos, transistores y dispositivos . . o Insumos
854190 . L . o sirven como base para fabricar circuitos . .
semiconductores similares y dispositivos . . . intermedios
. . integrados y microchips.
semiconductores fotosensibles
Procesadores y controladores, incluso . .
. . . Componentes esenciales que facilitan
combinados con memorias, convertidores, i ) Insumos
854231 o . o . el procesamiento y calculo de datos en . .
circuitos légicos, amplificadores, relojes y . intermedios
. ) o L sistemas de IA.
circuitos de sincronizacion, u otros circuitos
L - . Componentes esenciales en el equipo fisico
Circuitos electronicos integrados; . . Insumos
854239 ) de la |A para funciones de almacenamiento, . .
n.e.p. en la partida 8542 . ., intermedios
procesamiento y comunicacion de datos.
Conductores aislados para electricidad; -
o ; . Insumos clave para el mantenimiento del  Insumos
854442  para una tension inferior o igual a 1.000 . . . .
. . . ., equipo de semiconductores. intermedios
voltios, provistos de piezas de conexion
Conductores aislados para electricidad; -
. . . Insumos clave para el mantenimiento del Insumos
854449 para una tension inferior o igual a 1.000 . . . .
. . . .. equipo de semiconductores. intermedios
voltios, no provistos de piezas de conexion
Insumos utilizados para la transmision
900110 Fibras 6pticas, haces y cables de fibras de datos a alta velocidad en los centros Insumos
Opticas de calculo y la infraestructura de intermedios
comunicaciones de IA.
Equipos o herramientas de diverso tipo
. . . necesarios para medida o verificacién Insumos
903084  Los demas, con dispositivo registrador "p " . . . .
de obleas ("wafers") o dispositivos intermedios
semiconductores.
Pinturas y barnices; a base de Revestimientos especiales para el equipo
. . L . . L Insumos
320820  polimeros acrilicos o vinilicos, dispersos utilizado en la limpieza, el grabado y el . .
. . " " intermedios
o disueltos en un medio no acuoso aclarado de las obleas ("wafers").
Pinturas y barnices; a base de polimeros Revestimientos especiales para el equipo
. . . . Insumos
320890 n.e.p. en la partida 3208, dispersos o utilizado en la limpieza, el grabado y el . .
. . " " intermedios
disueltos en un medio no acuoso aclarado de las obleas ("wafers").
Betunes, cremas y preparaciones Revestimientos especiales para el equipo
. . . . Insumos
340590  similares; n.e.p. en la partida 3405, utilizado en la limpieza, el grabado y el . .
intermedios

excepto las ceras de la partida 3404

aclarado de las obleas ("wafers").
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Designacién del SA Explicacion Tipo
del SA = J p
Placas y peliculas planas, fotograficas
(excepto para fotografia en colores), Plantillas de mascaras fotograficas
N S . . . Insumos
370199 sensibilizadas, sin impresionar, en las utilizadas para transferir patrones de . .
., L " " - intermedios
que ningun lado exceda de 255 mm, circuitos a las obleas ("wafers") de silicio.
excepto las de papel, carton o textiles
Productos fotograficos; preparaciones Barnices fotorresistentes y materiales
quimicas, excepto las emulsiones conexos utilizados en fotolitografia para
- o o Insumos
370790 sensibilizadas, dosificadas o crear revestimientos estampados para intermedios
acondicionadas para la venta al por transferir disefios de circuitos a las
menor listas para su empleo obleas ("wafers") de silicio.
Elementos quimicos dopados para uso en
electrdnica, en discos, obleas ("wafers" I Insumos
381800 , ( o ) Obleas ("wafers") de silicio. . .
o formas analogas; compuestos quimicos intermedios
dopados para uso en electrénica
L . . . Bandejas y recipientes de plastico utilizados
Plasticos; cajas, cajones, jaulas y . ., -
) o para la manipulacion y proteccion de Insumos
392310 articulos similares para el transporte o . . .
componentes semiconductores durante intermedios
envasado L,
la fabricacién y las pruebas.
Plasticos; articulos para el transporte o Suministros de embalaje para los Insumos
392390 . . . .
envasado n.e.p. en la partida 3923 semiconductores. intermedios
Plasticos; los demas articulos n.e.p. en  Suministros de embalaje para los Insumos
392690 ) . . .
el Capitulo 39 semiconductores. intermedios
Caucho; vulcanizado (sin endurecer), . .
. Suministros de embalaje para los Insumos
401693  juntas o empaquetaduras, de caucho no . . .
semiconductores. intermedios
celular
Caucho; vulcanizado (sin endurecer), . :
, . Suministros de embalaje para los Insumos
401699 articulos n.e.p. en la partida 4016, de . . .
semiconductores. intermedios
caucho no celular
Conjuntos de abrigo para entrenamiento Prendas de vestir de sala blanca que
o deporte y las demas prendas de impiden la contaminacién y mantienen un InSUMOS
621143 vestir, n.e.p.; para mujeres o nifias, de entorno controlado para garantizar una . .
. . e s . . intermedios
fibras sintéticas o artificiales (excepto fabricacion de semiconductores de alta
los de punto) calidad.
Discos de pulido de diamante utilizados
680491 Muelas y articulos similares; de para acondicionar y restaurar las Insumos
diamante natural o sintético, aglomerado almohadillas de pulido y garantizar la intermedios
uniformidad de los perfiles superficiales.
Aparatos y articulos, de ceramica; para  Componentes y partes de cerdmica para la
690919 usos quimicos o demds usos técnicos,  produccion de semiconductores que tengan Insumos
articulos con una dureza equivalente a 9 una dureza elevada, aislamiento térmicoy intermedios
o superior en la escala de Mohs eléctrico y resistencia a la corrosion.
Componentes de cuarzo, como tubos
de reactancia y soportes utilizados en InSUMOS
702000  Vidrio; articulos n.e.p. en el Capitulo 70 la fabricacion de semiconductores para intermedios
tratamiento térmico y mantenimiento de
entornos limpios.
. Bombas esenciales para manipular
Bombas; bombas volumétricas fluidos como roducF:os uimisos Insumos
841350 alternativas, n.e.p. en la partida 8413, . P 4 . .
corrosivos y agua de muy alta purezaen  intermedios

para liquidos

la fabricacién de semiconductores.
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Cadigo
Designacién del SA Explicacion Tipo
del SA = J p
Bombas cruciales para la creacion de InSUMoS
841410 Bombas; de vacio vacio y para el manejo de gases en los . .
o intermedios
procesos de deposito y grabado.
Ventiladores y compresores esenciales
841459 Ventiladores; n.e.p. en la subpartida para refrigerar, controlar las salas Insumos
8414.51 blancas y mantener la pureza del proceso intermedios
de los semiconductores.
Compresores y bombas de vacio
utilizados en la fabricacién de
841480 Bombas y compresores; para aire, vacio semiconductores para mantener las Insumos
0 gas, n.e.p. en la partida 8414 condiciones de las salas blancas, intermedios
controlar los gases y apoyar procesos
clave, como el grabado y el deposito.
Partes de compresores y bombas de
Bombas y compresores; partes, de L .
) ) vacio utilizados en la fabricacion de
bombas de aire o de vacio, compresores .
. . semiconductores para mantener las Insumos
841490 de aire u otros gases y ventiladores; . . .
. ., condiciones de las salas blancas, intermedios
campanas aspirantes para extraccion o
. . . controlar los gases y apoyar procesos
reciclado, con ventilador incorporado .
clave, como el grabado y el deposito.
Calentadores esenciales para los
. procesos de temperatura controlada en la
Intercambiadores de calor; excepto los . .. . Insumos
841950 oo fabricacién de semiconductores, como el . )
aparatos domésticos . " " intermedios
procesamiento de las obleas ("wafers") y
el deposito de capas finas.
Aparatos, dispositivos o equipos
de laboratorio; para el tratamiento Equipo de calentamiento o refrigeracion
841989 de materias mediante un cambio especializado utilizado en los procesos Insumos
de temperatura, excepto para la de fabricacion de semiconductores que intermedios
preparacion de bebidas calientes o la requieran un control térmico preciso.
coccion o calentamiento de alimentos
Sistemas de purificacién de agua
. esenciales para mantener entornos Intermediate
842121 Aparatos; para filtrar o depurar agua o P . .
ultralimpios en la fabricacion de inputs
semiconductores.
Sistemas de filtrado utilizados para
849199 Aparatos; para filtrar o depurar liquidos, purificar productos quimicos especialesy Insumos
n.e.p. en la subpartida 8421.2 procesar fluidos clave para la fabricacion intermedios
de semiconductores.
Aparatos; para filtrar o depurar gases, ) ) .
P P . P g . Sistemas de filtrado de gases esenciales
excepto los filtros de entrada de aire, .
. " . para garantizar la pureza de los gases de Insumos
842139 los convertidores cataliticos y filtros de L . .
. . proceso en entornos de fabricacion de intermedios
particula para motores de encendido .
. ., semiconductores.
por chispa o compresién
Maquinas y aparatos para imprimir Incluye los disipadores térmicos, un
844391 mediante planchas, cilindros y demas dispositivo incorporado a un componente Insumos
elementos impresores de la partida que genera calor para evitar el intermedios

8442; partes y accesorios

sobrecalentamiento.
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Designacién del SA Explicacion Tipo
del SA = J p
Unidades de maquinas automaticas . .
. q . Unidades de entrada o salida clave para
para tratamiento o procesamiento de conectar y controlar los dispositivos Insumos
847160 datos; unidades de entrada o salida, y . P ) )
. . . de IA y semiconductores durante el intermedios
aunque incluyan unidades de memoria .
. procesamiento de datos y las pruebas.
en la misma envoltura
. . . Unidades especializadas de procesamiento
Unidades de maquinas automaticas pec P
. . de datos esenciales para labores de
para tratamiento o procesamiento de - . Insumos
847180 . computacion, control y procesamiento de . .
datos; n.e.p. en las partidas 8471.50, . . intermedios
la IA en la fabricaciéon de semiconductores
8471.60 u 8471.70 .
y en los sistemas de IA.
Maquinas y aparatos mecanicos; Robots que automatizan determinadas
: . . N Insumos
847950 robots industriales, no expresados ni tareas para aumentar la eficiencia en la . .
. L . intermedios
comprendidos en otra parte fabricacién de semiconductores.
Articulos de griferia y 6rganos similares  Valvulas para el control de fluidos
848180 para tuberias, calderas, depositos, en procesos precisos, procesos Insumos
cubas o continentes similares, incluidas corrosivos o procesos de fabricacion de  intermedios
las valvulas termostaticas semiconductores.
, ., - Partes de valvulas utilizadas para controlar el
Articulos de griferia y érganos similares; . L . Insumos
848190 flujo de liquidos y gases en varios procesos . .
sus partes . . intermedios
de fabricacion de semiconductores.
Maquinas y aparatos utilizados,
exclusiva o principalmente, para la
fabricacién y reparacion de mascarasy  Equipo para el procesado de obleas
848640 reticulas, el ensamblaje de dispositivos  ("wafers") semiconductoras, como Insumos
semiconductores o de circuitos herramientas de fotolitografia y sistemas  intermedios
electronicos integrados y el montaje, de limpieza de obleas ("wafers").
manipulacién, carga o descarga de
articulos de la partida 8486
Partes y accesorios para herramientas
848690 Maquinas y aparatos de la partida 8486; de fabricacién de semiconductores, Insumos
partes y accesorios incluidas las peliculas que protegen las intermedios
fotomascaras durante la litografia.
o Motores utilizados en la automatizacioén
Motores y generadores eléctricos; de .
. . . . de procesos de fabricacién de Insumos
850132 corriente continua, de potencia superior . . . . .
. . ) semiconductores, como la manipulaciony intermedios
a 750 W pero inferior o igual a 75 kW ., " "
colocacién de obleas ("wafers").
Transformadores; n.e.p. en la subpartida Fuentes de alimentacion utilizadas para InSUMOS
850432 8504.2, de potencia superior a 1 kVA alimentar diversos equipos de fabricacion . .
. . . . intermedios
pero inferior o igual a 16 kVA de semiconductores.
Fuentes de alimentacion utilizadas para InSUMOS
850440  Convertidores eléctricos estaticos alimentar diversos equipos de fabricacion . .
) intermedios
de semiconductores.
o . Utilizados en el montaje de tarjetas de Insumos
853400  Circuitos; impresos o ! J . .
circuitos impresos. intermedios
Aparatos eléctricos: no clasificados Aparatos eléctricos para corte,
en otra parte en la partida 8536, para seccionamiento, proteccién, derivacion,
853690 corte, seccionamiento, proteccion, empalme o conexién de circuitos Insumos
derivacion, empalme o conexion de eléctricos, esenciales para controlar el intermedios

circuitos eléctricos, para una tension
inferior o igual a 1.000 voltios

equipo de semiconductores y garantizar
la seguridad operativa.
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Codigo
Designaciéon del SA Explicacion Tipo
del SA e J p
Cuadros, paneles, consolas, armarios
y demas soportes; para control o . L .
e . Las tarjetas de circuitos impresos sirven
distribucion de electricidad (excepto los . Insumos
853710 - . de base para montar y conectar varios . .
aparatos de conmutacion de la partida . intermedios
S . . componentes de semiconductores.
8517), para una tension inferior o igual a
1.000 voltios
Aparatos eléctricos: partes (por ejemplo, . e o e
. Dispositivos de iluminacion y sefalizacion
cuadros, paneles, consolas, armarios y ) . . Insumos
853810 ) esenciales para los sistemas de equipo . .
demas soportes) para productos de la e intermedios
. . fisico de IA.
partida 8537, sin sus aparatos
Aparatos eléctricos; transistores, ) - .,
. Transistores que facilitan la elaboracién Insumos
854121 excepto los fototransistores, con una . \ . .
. R de chips de IA y los calculos. intermedios
capacidad de disipacion inferiora 1 W
Aparatos eléctricos; transistores, excepto  Interruptores de semiconductores
. . o . Insumos
854129 los fototransistores, con una capacidad utilizados en los circuitos de |A para intermedios
de disipacion igual o superiora 1 W controlar las sefales.
Tiristores, diacs y triacs, excepto los LED utilizados en las pantallas e Insumos
854130 . e . o . o . .
dispositivos fotosensibles indicadores de los dispositivos de IA. intermedios
Aparatos eléctricos; dispositivos , .
par pos Células fotovoltaicas que respaldan las
semiconductores fotosensibles, ) ; Insumos
854151 necesidades de energia de los sensores . .
transductores basados en de IA intermedios
semiconductores '
Aparatos eléctricos; dispositivos . .
. ) Semiconductores fotosensibles para Insumos
854159 semiconductores fotosensibles n.e.p. en . . . . .
. funciones de vision y deteccion de lalA.  intermedios
la partida 8541
854239 Circuitos electronicos integrados; Circuitos integrados que alimentan Insumos
memorias procesadores y memorias de |A. intermedios
854233 Circuitos electronicos integrados; Circuitos integrados especializados para  Insumos
amplificadores aplicaciones de IA. intermedios
854290 Partes de circuitos electronicos Componentes varios de semiconductores Insumos
integrados utilizados en el equipo fisico de IA. intermedios
Maquinas y aparatos eléctricos; partes .
o . Insumos clave para el mantenimiento del  Insumos
854390  de productos eléctricos de la partida . : . .
equipo de semiconductores. intermedios
8543
Conductores aislados para electricidad; -
) L Insumos clave para el mantenimiento del  Insumos
854420 cables y demas conductores eléctricos, . . . .
. equipo de semiconductores. intermedios
coaxiales
. . Condensadores electronicos clave para
Conductores aislados para electricidad: o . Insumos
854470 . e el rendimiento y la estabilidad de los . .
cables de fibras 6pticas L intermedios
circuitos de |A.
Piezas aislantes; de ceramica, para
maquinas eléctricas, de materia aislante Piezas aislantes para equipo o
. . . . Insumos
854710 unicamente (excepto partes de montaje  herramientas de produccion de intermedios
de pequefio tamafio), excepto las de la  semiconductores.
partida 8546
Piezas aislantes (excepto de ceramica . . .
o plastico), para maquinas, aparatos Piezas aislantes para equipo o Insumos
854790 P 7 L ' herramientas de produccion de . .
o instalaciones eléctricas, excepto los intermedios

aisladores de la partida 8546

semiconductores.
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Cadigo
Designacién del SA Explicacion Tipo
del SA = J p
. - Fundamentales para vigilar y
Termoémetros y pirémetros; (excepto . .,
Lo . . controlar procesos de fabricacion de Insumos
902519 los de liquido, con lectura directa), sin : . . .
. . semiconductores, como el deposito de intermedios
combinar con otros instrumentos . . . .
capas finas, el recocido y el litografiado.
Instrumentos que controlan el flujo y
902690 Instrumentos y aparatos; para medida o distribucién de gases y liquidos de Insumos
control de la presion muy alta pureza utilizados para fabricar intermedios
semiconductores.
Espectrometros, espectrofotometros y Utilizados para la vigilancia de procesos y InSUMoS
902730  espectrografos que utilicen radiaciones el analisis de materiales en la fabricacion . .
. - . intermedios
opticas (UV, visibles, IR) de semiconductores.
Instrumentos y aparatos para medida o
control de magnitudes eléctricas, excepto . . .
) Conjuntos/tarjetas de evaluacion
los contadores de la partida 9028; partes o Insumos
903090 . . . utilizadas para hacer pruebas sobre el . .
y accesorios para medida o deteccién o . . intermedios
o rendimiento y la funcionalidad.
de radiaciones alfa, beta, gamma, X,
cosmicas o demas radiaciones
. . Cepillos de limpieza mecanica y quimica
Cepillos que constituyan partes de pITos ¢ pieza m o ya Insumos
960350 o : para limpiar y distribuir sélidos en . .
maquinas, aparatos o vehiculos - intermedios
suspension.
Maquinas automaticas para tratamiento . . .
. Herramientas y equipo utilizados para
o procesamiento de datos; presentadas . o e .
847149 . disefar, verificar, optimizar, reparar y Equipo
en forma de sistemas, n.e.p. en las someter a pruebas los semiconductores
subpartidas 8471.30 u 8471.41 P :
Unidades de maquinas automaticas
para tratamiento o procesamiento de
datos; unidades de proceso, excepto las Herramientas v equino utilizados para
de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, o' " 1Sy equipo | P .
847150 . . disefar, verificar, optimizar, reparar y Equipo
aunque incluyan en la misma envoltura .
. . someter a pruebas los semiconductores.
uno o dos de los tipos siguientes de
unidades: unidad de memoria, unidad
de entrada y unidad de salida
Unidades de almacenamiento de datos
Unidades de maquinas automaticas necesarias para manejar los conjuntos
847170 para tratamiento o procesamiento de de datos masivos y los resultados de los  Equipo
datos; unidades de memoria modelos utilizados en los procesos de
formacion e inferencia de la IA.
Maquinas y aparatos mecanicos con Maquinas utilizadas habitualmente en la
847989 funcion prgpia, no expresados ni fabricacic')n.e. integracion FJe equipo fisico de Equipo
comprendidos en otra parte de este IA para facilitar el montaje, las pruebas o el
Capitulo despliegue del equipo facilitado por la IA.
Maquinas y aparatos utilizados, exclusiva . o
. T Equipo muy especializado para la
o principalmente, para la fabricacion de . . . .
848620 . " ! o produccion de chips semiconductores Equipo
dispositivos semiconductores o circuitos . .
L . que alimentan el equipo de IA.
electronicos integrados
Instrumentos y aparatos,
especialmente disefiados para Herramientas y equipo utilizados para
903040 técnicas de telecomunicacion (por disefar, verificar, optimizar, reparar y Equipment

ejemplo: hipsometros, kerddmetros,
distorsiometros, sofometros)

someter a pruebas los semiconductores.

- 139 -



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2025

Designacion del SA

Explicacion

Instrumentos y aparatos; para medida
o control de obleas ("wafers") o

Equipos o herramientas de diverso tipo
necesarios para medida o verificacion

903082 . e . . . . .. Equipment
dispositivos semiconductores (incluidos de obleas (“wafers”) o dispositivos uip
los circuitos integrados) semiconductores.

Instrumentos y aparatos, opticos;
ara control de obleas ("wafers") o . . .
p' " . ( ) Equipo de prueba del nivel del sistema
dispositivos semiconductores, o para . )
) . para probar el funcionamiento de los .
903141 control de mascaras fotograficas o . . Equipo
. . ., semiconductores en entornos de usuario
reticulas utilizadas en la fabricacion final
de dispositivos semiconductores, n.e.p. '
en el Capitulo 90
Maquinas automaticas para tratamiento . . .
. L Dispositivos que sirven como plataforma

o procesamiento de datos, portatiles, de .

i ferior 0 iqual a 10 k. que estén para desarrollar, probar o hacer funcionar

eso in , . . .

847130 P . 9 94 . localmente modelos ligeros de IA, asi Equipo

constituidas, al menos, por una unidad .
como para acceder a herramientas de |IA

central de proceso, un teclado y un ) )

. . y realizar célculos.
visualizador
Maquinas automaticas para tratamiento
o procesamiento de datos; que incluyan
en la misma envoltura, al menos, una Sistemas utilizados para entrenar,

847141 unidad central de proceso y, aunque desarrollar o desplegar aplicaciones de Equipo
estén combinadas, una unidad de 1A,
entrada y una de salida, n.e.p. en la
subpartida 8471.30
Maquinas y aparatos utilizados, ) . .

. . y p . Maquinas para la fabricacion de obleas
exclusiva o principalmente, para la " " . .
L, ) ("wafers") semiconductoras, esenciales )

848610 fabricaciéon de semiconductores en . . Equipo

. . para producir chips de IA como GPU y
forma de monocristales periformes u

" | aceleradores.
obleas ("wafers")
Aparatos de comunicacion (excluidos
los teléfonos y las estaciones base); L . .
., . Maquinas esenciales para los sistemas
aparatos para la recepcion, conversion, . .
. ., .. de IA que se basan en el intercambio de )
851762 emision y transmision o regeneracion . L Equipo
. . . datos a gran velocidad, la computacion
de voz, imagen u otros datos, incluidos . -
. . . en la nube y los dispositivos conectados.
los de conmutacion y encaminamiento
("switching and routing apparatus")
Aparatos de comunicacion (excluidos
los teléfonos y las estaciones base);
maquinas de emision, transmision o Otros dispositivos de comunicacion que )
851769 q i q Equipo

recepcion de voz, imagen u otros datos
(incluidas las redes con o sin cable),
n.e.p. en la subpartida 8517.6

apoyan las aplicaciones de IA.

Fuente: Compilacion de la Secretaria de la OMC. La lista de materias primas y elementos quimicos que facilitan la IA se basa en Baskaran y Schwartz
(2024). La lista de insumos intermedios y semiconductores que facilitan la IA se basa en observaciones presentadas por la Asociacion de la Industria de
Semiconductores (SIA) dentro de la investigacion sobre los semiconductores en virtud del articulo 232 (SIA, 2025). Los cédigos del SA mas detallados

se han agregado al nivel de subpartida de 6 digitos.
Nota: n.e.p. significa “no clasificado en otra parte”.
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Anexo A.2: Lista de sectores, por intensidad de IA

Sector Sector (CIIU, Rev.4) Intensidad de IA - Indicador
sintético

Fabricacién de productos 26 Alta
de informatica y electronica
Medios informativos 58-60 Alta
Telecomunicaciones 61 Alta
Servicios de Tl 62-63 Alta
Actividades financieras 64-66 Alta
y de seguros
Actividades juridicas 69-71 Alta
y de contabilidad
Investigacion cientifica y desarrollo 72 Alta
Fabricacién de sustancias 20 Media

y productos quimicos

Fabricaciéon de productos 21 Media
farmacéuticos

Fabricacién de equipo eléctrico 27 Media
Fabricacion de maquinaria y equipo 28 Media
Fabricacion de equipo de 29-30 Media
transporte

Otras industrias manufactureras 31-33 Media
Comercio al por mayor y al por 45-47 Media
menor

Transporte y almacenamiento 49-53 Media
Actividades inmobiliarias 68 Media
Otras actividades profesionales 73-75 Media
Actividades de servicios 77-82 Media
administrativos y de apoyo

Elaboracién de productos 10-12 Baja
alimenticios

Fabricacion de productos textiles 13-15 Baja
y prendas de vestir

Fabricacion de madera y de papel  16-18 Baja
Fabricacion de productos 22-23 Baja

de caucho y de plastico y de
productos minerales

Fabricacion de metales comunesy 24-25 Baja
de productos elaborados de metal

Construccion 41-43 Baja
Actividades de alojamiento 55-56 Baja

y de servicio de comidas

Fuente: Calvino et al. (2024).
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Anexo B: Términos clave
relacionados con la IA

En el informe se hace referencia a varios conceptos
fundamentales relacionados con la |IA. Para facilitar
la comprension de estos términos, a continuacion se
proporcionan las definiciones:

La IA general o inteligencia artificial
general (IAG) representa un tipo de sistema de
IA provisto de una amplia gama de capacidades
que igualan o superan a las de los humanos
(Morris et al, 2024). No existen todavia
verdaderos sistemas de IAG. El concepto de
IAG sigue siendo un objetivo visionario, pero el
rapido ritmo de desarrollo de la |A da una idea
de las posibilidades que ofrece y las potenciales
orientaciones que podria adoptar la IAG.

Por IA estrecha se entiende un tipo de sistema
de |A disefiado para abordar tareas especificas o
resolver problemas concretos. A diferencia de la
IAG, que aspira a abarcar amplias capacidades,
la IA estrecha se centra en tareas definidas y
muestra competencias especializadas dentro de
un ambito limitado. Los sistemas de IA estrecha
estan para
excelentes en aplicaciones o dominios de
problemas especificos.

disefiados obtener resultados

La 1A generativa, también denominada IA
gen, es un tipo de |A que crea contenido nuevo
(por ejemplo texto, imagenes, audio, videos o
codigo de software) a partir de instrucciones o
entradas (prompts). La IA generativa se basa en
modelos avanzados de aprendizaje automatico,
denominados modelos de aprendizaje profundo,
que simulan los procesos de aprendizaje y toma
de decisiones del cerebro humano. Funciona
aprendiendo patrones a partir de grandes
conjuntos de datos y generando posteriormente
nuevo contenido que imita esos patrones.

La IA agentiva se entiende los sistemas
de |A compuestos por agentes auténomos
que pueden tomar decisiones y actuar de
manera independiente para alcanzar objetivos
especificos, a menudo con escasa supervision
humana. Se compone de agentes de IA, es
decir, modelos de aprendizaje automatico que
imitan la toma de decisiones humana para
resolver problemas en tiempo real. Algunos
ejemplos serian un bot de trading basado en la
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IA que analiza las cotizaciones bursatiles y los
indicadores econdémicos en tiempo real para
generar predicciones y ejecutar operaciones,
o un sistema de |A que optimiza la gestién
de la cadena de suministro automatizando
procesos como la realizacion de los pedidos a
los proveedores o el ajuste de los calendarios
de produccion, para mantener unos niveles de
existencias 6ptimos.

Tecnologias de |IA

El aprendizaje automatico es un subconjunto
de la IA que se centra en el desarrollo de
algoritmos y modelos estadisticos que
permiten a las computadoras realizar tareas
sin estar programadas para
ello. En otras palabras, los algoritmos de
aprendizaje automatico aprenden de los datos,
identifican patrones y toman decisiones o hacen
predicciones basadas en dichos datos.

expresamente

Una red neuronal es un modelo computacional
inspirado en la estructura y la funcion del cerebro
humano, compuesto por nodos interconectados,
o neuronas artificiales, organizados en capas.
Mediante un proceso llamado entrenamiento,
las redes neuronales aprenden de ejemplos
ajustando las ponderaciones de las conexiones
para minimizar la diferencia entre los resultados
previstos y los reales, lo que les permite
reconocer patrones, hacer predicciones y realizar
tareas complejas en muy diversos dmbitos.

El aprendizaje profundo es un subconjunto del
aprendizaje automatico que consiste en entrenar
redes neuronales artificiales con muchas capas
de unidades de procesamiento, o neuronas,
para aprender representaciones de datos. El
término “profundo” se refiere a la profundidad
de las redes neuronales, que suelen constar
de multiples capas ocultas entre las capas de
entrada y de salida.

Los grandes modelos de lenguaje (LLM)
son sistemas de |A avanzados que se entrenan
con cantidades ingentes de datos de texto
para comprender y generar lenguaje similar al
humano. Estos modelos se caracterizan por
su gran tamafo, que a menudo abarca cientos
de millones o incluso miles de millones de
parametros, lo que les permite captar patrones y
matices complejos en el lenguaje.
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comportamiento del modelo) estan a disposicion
del publico. Estos modelos pueden generar
contenido y realizar diversas tareas en distintas

Aprendizaje supervisado
y no supervisado

El aprendizaje supervisado es un enfoque
de aprendizaje automatico que se caracteriza
por el uso de conjuntos de datos etiquetados.
Estos conjuntos de datos estan disefiados para
entrenar o “supervisar” algoritmos con el fin
de clasificar datos o predecir resultados con
precision. Mediante la utilizacion de entradas y
salidas etiquetadas, el modelo puede medir su
precision y aprender con el tiempo.

El aprendizaje no supervisado utiliza algoritmos
de aprendizaje automatico para analizar y agrupar
conjuntos de datos no etiquetados. Estos
algoritmos descubren patrones ocultos en los
datos sin necesidad de intervencién humana.

El aprendizaje por refuerzo es un tipo de
aprendizaje automatico mediante el cual un
agente aprende a tomar decisiones interactuando
con un entorno y recibiendo una respuesta
en forma de recompensa o penalizacion. El
objetivo es que el agente aprenda una politica
—estrategia para tomar decisiones— optima que
maximice la recompensa acumulada a lo largo del
tiempo.

Apertura en los modelos de |IA

La IA de cédigo abierto es un sistema de IA
puesto a disposicién en determinadas condiciones
que permiten a los usuarios utilizarlo libremente
para cualquier fin y sin necesidad de obtener
un permiso; estudiar como funciona el sistema
e inspeccionar sus componentes; modificar el
sistema para cualquier fin, incluido cambiar su
resultado; y compartir el sistema con otros para
que lo utilicen, con o sin modificaciones, para
cualquier propasito (OSI, 2025).

Por IA de peso abierto se entiende los
modelos fundacionales (véase infra) cuyos pesos
entrenados (valores que determinan la importancia
de cualquier conexién dentro de una red
neuronal artificial del modelo, lo cual configura el
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aplicaciones. Algunos ejemplos son DeepSeek
R1, GPT-OSS de OpenAl y Qwen de Alibaba,
lanzados recientemente (OCDE, 2025c).

Otros términos

Los modelos fundacionales son modelos
preentrenados a gran escala que sirven de
base para desarrollar aplicaciones o modelos
de IA mas especializados. Por lo general, estos
modelos fundacionales se entrenan con grandes
cantidades de datos utilizando técnicas como el
aprendizaje no supervisado. Los desarrolladores
pueden ajustar estos modelos fundacionales
preentrenados con conjuntos de datos o tareas
especificos para crear modelos de |A mas
especializados y adaptados a aplicaciones o
ambitos concretos.

Por codigo fuente se entiende las instrucciones
legibles por humanos y escritas por programadores
para definir el comportamiento, los algoritmos y
los modelos utilizados en los sistemas de |A.

El procesamiento del lenguaje natural (PLN)
es un campo de la |IA que se centra en hacer
que las computadoras puedan comprender,
interpretar y generar lenguaje humano, tanto
escrito como hablado.

Por inteligencia artificial de las cosas (IAdC)
se entiende la integracién de tecnologias de IA
con dispositivos y sistemas del internet de las
cosas (IdC). LalAdC combina las capacidades de
los algoritmos de IA con las ingentes cantidades
de datos generados por los dispositivos del IdC
para crear sistemas inteligentes y auténomos.

La automatizacion inteligente combina
tecnologias de 1A, como el aprendizaje
automatico, la vision artificial, el procesamiento
del lenguaje natural y la automatizacion de
procesos roboticos, con el fin de automatizar y
optimizar procesos, tareas y flujos de trabajo en
diversos ambitos y sectores.
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Anexo C: Datos '} metodologl'a individual, que se clasifica de acuerdo cor(1 el si)stema
P - de Clasificacion Cooperativa de Patentes (CPC).2

para el analisis de las citas de

patentes de IA Para identificar patentes relacionadas con la IA, se

utiliza un enfoque de dos pasos. En primer lugar, se
toma como referencia la taxonomia de IA de la OMPI
(2019), que especifica los codigos de la CPC que son
pertinentes para lalA. Dado que los codigos de la CPC
se actualizan dos veces al afio, esta base de referencia
se amplia examinando las principales partidas de la
CPC de 2024 que se refieren a términos relacionados
con la lA, utilizando expresiones regulares basadas en
la lista de palabras clave que figura en el cuadro 2.
Estas palabras clave se emplean exclusivamente para
identificar posibles nuevas partidas de la CPC, no
para recuperar las patentes directamente. Todas las
coincidencias se comprueban manualmente, a fin de
eliminar las entradas que no proceden.

En el presente anexo se documenta el proceso de
construccion de datos para el analisis de la difusién
transfronteriza de conocimientos relacionados con la
IA utilizando las citas de patentes. Se especifican las
fuentes, las definiciones y los supuestos aplicados al
construir el conjunto de datos analiticos.

Definicion de las patentes de IA

La fuente de la que proceden los datos es PATSTAT
Online (edicién de otofio de 2024),' una base de datos
bibliograficos y datos de los acontecimientos juridicos
relacionados con las patentes procedentes de una

serie de economias industrializadas y en desarrollo, Se considera que las solicitudes de patente estan
proporcionados por la Oficina Europea de Patentes. relacionadas con la IA si contienen al menos uno de
La unidad de observacion es la solicitud de patente los codigos de la CPC que figuran en el cuadro 1.

Cuadro 1: Cédigos de clasificacion de patentes de IA

Coédigos GO6N de referencia de la OMPI de 2019:
GO6N-003, GO6N-005/003:G06N-005/027, GO6N-007/005:GO6N-007/06, GO6N-099/005, GO6N-
003/004:G06N-003/008, GO6N-007/046.

Lista ampliada de clases de la CPC, definidas por los cédigos GO6N que contienen una
palabra clave relacionada con la IA:

GO6N 20/00, 20/10, 20/20; GOBN 3/00, 3/02, 3/04, 3/042, 3/043, 3/044, 3/0442, 3/049, 3/0499, 3/086,
3/08, 3/084, 3/086, 3/088, 3/0895, 3/09, 3/091, 3/092, 3/094, 3/096, 3/098, 3/0985, 3/10, 3/12, 3/126;
GO6N 5/00, 5/02, 5/04, 5/043, 5/045, 5/048; GO6N 7/00, 7/02.

Cuadro 2: Lista de palabras clave relacionadas con la IA

neuronal, aprendizaje, profundo/a, difuso/a, inferencia, supervisado/a, no supervisado/a, refuerzo,
retropropagacion, codificador automatico, feedforward, recurrente, Istm [del inglés, long short-term memory
o memoria a largo-corto plazo], gru [del inglés, gated recurrent unit o unidad recurrente cerrada], integracion,
representacion, inteligencia artificial, inteligencia computacional, red neuronal, red bayesiana, chatbot,
prospeccién de datos, modelo de decision, aprendizaje profundo, algoritmo genético, légica inductiva,
aprendizaje automatico, lenguaje natural, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje supervisado, inteligencia
de enjambre, aprendizaje no supervisado, aprendizaje semisupervisado, sistema experto, légica difusa,
aprendizaje por transferencia, maquina de vectores de soporte, bosque aleatorio, arbol de decision, impulso
de arboles por gradiente, xgboost [de eXtreme Gradient Boosting o impulso extremo por gradiente], adaboost
[de Adaptive Boosting o impulso adaptable], rankboost (impulso de rango), regresion logistica, descenso
de gradiente estocastico, perceptron multicapa, andlisis semantico latente, asignacion latente de Dirichlet,
sistema multiagente, modelo oculto de Markov.
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Identificacion de flujos de citas de
patentes de |IA

Para analizar la difusién de los conocimientos sobre
IA, se hace un seguimiento de todas las citas de
patentes recibidas por patentes relacionadas con la
IA, con independencia de que las patentes citantes
sean también patentes relacionadas con la IA o
no. Este enfoque permite captar la manera en que
las innovaciones en IA influyen en otras esferas
tecnologicas, tanto dentro como fuera de la |A.

Los datos sobre las citas de patentes proceden de
PATSTAT (tabla TLS228_DOCDB_FAM_CITN),
quedando excluidas las autocitas dentro de la misma
familia. Se registra un flujo de conocimiento desde
el pais j al pais i en el afio t cuando una patente con
afio de prioridad t (pais de prioridad = i) cita una
patente relacionada con la IA cuyo pais de prioridad
es j (Thomas y Murdick, 2020).

El origen de un flujo de conocimiento de IA es
determinado por la presentacion de la solicitud de
la patente citada por el pais de prioridad, de manera
que se evita el problema de la ausencia de los
valores correspondientes al pais de residencia del
inventor y del solicitante. Segun Thomas y Murdick
(2020), este procedimiento simplificado capta con
precision el pais del primer inventor para las patentes
relacionadas con la IA en mas del 80% de los casos.

Especificacion del modelo de
gravedad

La muestra abarca citas de patentes desde 2010
a 2022, quedando fuera las citas posteriores para
evitar un posible sesgo por truncamiento. El conjunto
de datos resultante es un panel equilibrado de pares
de paises-afio de 84 paises con flujos anuales, en el
que se mantienen los pares con cero citas para hacer
una estimacion del modelo de Poisson a través del
método de pseudomaxima verosimilitud. Se excluyen
los flujos internos.

Los flujos bilaterales de conocimientos sobre IA se
calcularon usando un modelo de Poisson estimado
por pseudomaxima verosimilitud, siguiendo el
enfoque de Silva y Tenreyro (2006), que resulta
robusto frente a la heteroscedasticidad y la presencia
de valores cero de los flujos:
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ANEXOS

Citation Flow,=Exp(p, log(Trade,)+B,RTA +y,+9,
+d+e,)

donde Citation Flow, representa las citas del pais i
de patentes de IA procedentes del pais j durante el
afio t.

Se incluyen los efectos fijos del origen-afio y,y los
efectos fijos del destino-afio 4, para controlar la
resistencia multilateral y otros factores especificos
del pais que varian a lo largo del tiempo y afectan
a la intensidad en términos de citas, asi como los
efectos fijos direccionales de los pares de paises
@, para tener en cuenta fricciones potencialmente
asimétricas de los flujos de conocimientos entre los
paises i y j. Solo se incluyen flujos transfronterizos
(i=j) cuando se emplean variables comerciales como
regresores. Los errores estandar se agrupan al nivel
de los pares de paises.

Se someten a prueba cinco especificaciones
comerciales alternativas:

1. Solo comercio de servicios que pueden
prestarse por medios digitales

2. Otro comercio de servicios (servicios totales
menos servicios que pueden prestarse por
medios digitales)

3. Solo comercio de mercancias

4. Servicios digitales + comercio de mercancias

5. Todo el comercio (servicios digitales + otros

servicios + mercancias)

Los datos sobre el comercio de mercancias proceden
de la International Trade and Production Database
(ITPD-Ev2024), expresados en dolares corrientes de
los Estados Unidos, manteniendo los registros de
cero flujos comerciales. La fuente de los datos sobre
el comercio de servicios es el conjunto de datos
equilibrados sobre el comercio de servicios elaborado
por la OMC y la OCDE (BaTlS OCDE-OMC, edicion
de 2023). Las medidas de la distancia bilateral y la
cobertura de los acuerdos comerciales regionales
(ACR) se toman del Centre d'Etudes Prospectives et
d’'Informations Internationales (CEPII): el calculo de la
distancia se ha ponderado por la poblacion y todos los
valores corresponden a la edicion de 2023.
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Anexo D: indice de apertura de
las politicas comerciales a la
IA (indice AI-TPOI) de la OMC:
Metodologia

1. Introduccion

En este anexo se documenta la construccion del
indice de apertura de las politicas comerciales
a la IA (indice AI-TPOI), un indicador compuesto
cuyo proposito es resumir la forma en que las
politicas comerciales y las fricciones en materia de
reglamentacion determinan la predisposicién de una
economia para la |Ay su integracién en el ecosistema
mundial de la |A. El indice refleja el grado de apertura
de las politicas en tres dimensiones fundamentales:
comercio de servicios, comercio de mercancias y
flujos transfronterizos de datos. En conjunto, estos
componentes reflejan instrumentos de politica que
influyen en la capacidad de las economias para
acceder alalAyalos bienesy servicios relacionados
con la A, y para desarrollarlos y difundirlos. En el
indice compuesto se agregan estos elementos para
proporcionar una medida normalizada de la apertura
de las politicas comerciales relacionadas con la IA.

El indice AI-TPOI abarca 108 economias y se
establece dentro de una escala de 0-1, en la que los
valores mas elevados denotan una menor apertura y,
por lo tanto, un mayor grado de restriccion y posibles
obstaculos al comercio relacionado con la IA.

2. Marco conceptual

El indice AI-TPOI se estructura en torno a tres
pilares, cada uno de los cuales representa una
esfera de politica pertinente para la difusion de la
IA: i) restricciones del comercio de servicios en los
sectores prominentes en el uso de la IA; ii) medidas
comerciales sobre los bienes relacionados con lalA;y
i) restricciones a los flujos transfronterizos de datos.
El indice pondera por igual estas dimensiones, lo que
refleja la opiniéon de que los servicios, los bienes y los
flujos de datos son facilitadores complementarios del
desarrollo, el despliegue y la escalada de la IA.

A nivel formal, el indice para la economia i se calcula
como sigue:

AI-TPOI = %-STRI + ¥%TRM, + ¥-CBP,

donde:
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STRI : restricciones de los servicios prominentes en
el uso de la |A;

TRM.: medidas comerciales sobre bienes relacionados
con la lA;

CBP_: grado de restriccion de las politicas de datos
transfronterizos.

Cada componente se normaliza al intervalo [0,1]. Los
valores mas elevados indican regimenes de politica
mas restrictivos y, por lo tanto, una menor apertura a
la IA 'y al comercio relacionado con la IA.

i. Restricciones al comercio de servicios

El componente de servicios se basa en el indice de
restriccion del comercio de servicios (STRI) del
Banco Mundial y la OMC,® que clasifica las medidas
que afectan a los proveedores de servicios extranjeros
dentro de una escala de 0-1, en la que O indica una
apertura total y 1 indica una restriccion completa.

El indice se centra en la preparacion para la IA, por
lo que incluye subsectores de servicios especialmente
importantes para el desarrollo y el despliegue de la |A.
Entre ellos estarian los de telecomunicaciones (linea
fija, moviles e internet), los servicios audiovisuales, los
servicios de informatica y servicios conexos (incluidos
los servicios de procesamiento de datos y de bases
de datos) y los servicios profesionales altamente
complementarios del despliegue de la IA, como son
los servicios de ingenieria y los de investigacion y
desarrollo (I+D). Se han seleccionado estos sectores
porque prestan directamente servicios de IA, o
suministran insumos esenciales para el desarrollo de la
IA, o representan esferas fundamentales de aplicacion
para las tecnologias de IA. Este enfoque especifico
garantiza que el indice refleje los obstaculos mas
pertinentes en materia de politicas, al tiempo que se
mantiene el criterio de parsimonia.

El STRI de cada economia se calcula como un
promedio ponderado, utilizando como ponderaciones
las proporciones de valor afadido sectoriales (o, cuando
estas no estan disponibles, los promedios regionales).

STRI=3w, - STRI,

Para la agregacion del STRI subyacente se sigue
una forma funcional CES (elasticidad de sustitucion
constante), que representa la sustituibilidad imperfecta
entre los diferentes tipos de obstaculos en materia
de reglamentacion. Este enfoque reconoce que las
restricciones generales no solo dependen de las medidas
individuales, sino también de sus efectos de interaccion.
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Medidas comerciales sobre los bienes

relacionados con la 1A

Aunque la IA es una tecnologia digital, depende en
gran medida de la infraestructura fisica, por ejemplo
de los servidores, el hardware informatico y el equipo
de telecomunicaciones. Las politicas comerciales que
afectan al acceso a esos bienes pueden obstaculizar
significativamente el comercio y el desarrollo de la IA.

El indice combina tres tipos de obstaculos al comercio:
los aranceles, las restricciones cuantitativas y las
medidas comerciales correctivas, cada uno de ellos
ponderado segun los efectos previstos en los flujos
comerciales relacionados con la IA.

TRM = 0.5-Tariff + 0.4-QRs,+ 0.1-TRs,
Aranceles:

A partir de los promedios simples de los tipos
arancelarios aplicados a los productos relacionados
con la |IA procedentes de la plataforma Datos sobre
Aranceles y Comercio de la OMC,* se halla un
promedio del periodo 2019-2023 y se normaliza a [0,1]
utiizando una escala de minimo-maximo. Entre los
productos relacionados con la IA abarcados figuran
computadoras y unidades de procesamiento, equipo
de telecomunicaciones, instrumental cientifico y otro
hardware de TIC identificados mediante codigos del SA.

Restricciones cuantitativas:

Este componente se extrae de la base de datos
Integracion del Comercio Digital (DTI) (Ferracane,
Gonzalez Ugarte y Rogaler, 2025),° haciendo un
promedio de los indicadores 10.1 a 10.4, que representa
las restricciones a la importacion y la exportacion
de hardware de TIC, incluidas las prescripciones en
materia de licencias y también de contenido nacional
relacionadas con esos sistemas. Se utiliza la base de
datos DTl en lugar de la base de datos de restricciones
cuantitativas de la OMC® porque ofrece una cobertura
de datos ligeramente mas amplia y una estructura mas
propicia para la construccion del indice.

Medidas comerciales correctivas:

Este componente abarca las medidas de proteccion
especiales —como las medidas antidumping, los

Notas finales

1 Véase https://www.epo.org/en/searching-for-patents/
business/patstat.

2 Véase https://www.cooperativepatentclassification.org/
home.
3 Véase https://itip-services-worldbank.wto.org/.
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derechos compensatorios y las medidas de salvaguardia—
aplicadas a los productos relacionados con las TIC
recogidos en la base de datos DTI. Aunque estas medidas
pueden abordar preocupaciones comerciales legitimas,
pueden aumentar la incertidumbre comercial y elevar los
costos para los importadores de tecnologias de IA.

iii. Politica de datos transfronterizos

Los datos son un insumo fundamental para el
desarrollo y el despliegue de la IA. Las restricciones a
los flujos transfronterizos de datos pueden fragmentar
considerablemente los ecosistemas digitales y limitar
la innovacién y el comercio en el &mbito de la IA.

La politica de datos transfronterizos se calcula
como un promedio simple de cinco indicadores de
reglamentacion de la base de datos DTI (partidas
6.1 a 6.5). Estos abarcan de forma exhaustiva las
prescripciones en materia de localizacion de datos,
las restricciones a las transferencias transfronterizas
de datos, los mandatos de procesamiento local, los
regimenes de flujo condicional y las prescripciones
de almacenamiento local, asi como los compromisos
en los ACR en materia de gobernanza de los datos.
5

CBP =1 21DTI\,k
Todos los subcomponentes se miden dentro de una
escala, de manera que los valores mas elevados
indican regimenes mas restrictivos.

3. Normalizacion y robustez

Todos los subindicadores se normalizan a [0,1], por lo
que los valores mas elevados siempre indican un mayor
grado de restriccion. Las bases de datos de STRI y DTI
ya siguen esta convencion por disefio. Los datos sobre
aranceles se normalizan conforme a un minimo y un
maximo en el conjunto de la muestra de 108 economias.

Cuando se dispone de datos de series cronologicas, se
utilizan promedios plurianuales para atenuar las posibles
fluctuaciones a corto plazo. Los datos sobre aranceles
son promedios a lo largo de un periodo de cinco afos
(2019-2028). Las politicas relativas a los servicios y los
datos, que suelen cambiar con menor frecuencia, se
miden al afio mas reciente del que se disponga de datos.

4 Véase https://ttd.wto.org/en.

5 El indice de integracion del comercio digital (DTI)
todavia se encuentra en fase de desarrollo. Algunos
valores pueden cambiar en la versién definitiva, que se
publicara en el sitio web de DTI: https://dti.eui.eu/.

6 Véase https://qr.wto.org/es.
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no son paises en el sentido usual del término, sino que se trata oficialmente de “territorios aduaneros”. La definicién de grupos
geograficos y de otro tipo en el presente informe no implica la expresién de opinion alguna por parte de la Secretaria de la OMC
sobre la condicion juridica de ningun pais o territorio, sobre la delimitacion de sus fronteras, ni sobre los derechos y obligaciones de
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ni de economias “en desarrollo”. Los Miembros pueden decidir por si mismos si son economias “desarrolladas” o “en desarrollo”.
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Este informe se ha redactado con la asistencia de varios grandes modelos de lenguaje, entre ellos ChatGPT, Claude, Google Gemini
y Microsoft Copilot.

La fecha de cierre para los datos utilizados en el Informe sobre el comercio mundial 2025 es el 1 de septiembre de 2025.
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Informe sobre el comercio mundial 2025

La inteligencia artificial (IA) alberga el potencial de instaurar una
nueva era de crecimiento. Mediante la transformacioén de la forma en
que se producen, intercambian y consumen los bienes y servicios,
la IA puede provocar cambios sustanciales en la economia mundial.
Sin embargo, la trayectoria de la IA sigue siendo incierta y plantea
cuestiones esenciales sobre el comercio y el crecimiento inclusivo.

El Informe sobre el comercio mundial 2025 explora la relaciéon
compleja y en rapida evolucion entre la IA y el comercio
internacional, y la forma en que esta relacién puede configurar
un crecimiento inclusivo. La IA ofrece nuevas oportunidades
para reducir los costos del comercio, impulsar la productividad y
ampliar el acceso a los mercados mundiales. Ademas, el comercio
puede ayudar a que la IA sea mas accesible mediante la difusiéon
de conocimientos, el fomento de la innovacién y la promocién de
la participacién en las cadenas de valor de la IA. Sin embargo,

el acceso desigual en todo el mundo a la infraestructura digital,
las competencias adecuadas y las capacidades podria ampliar

la brecha digital. Ademas, la repercusion de la IA en el mercado
laboral plantea desafios adicionales.

El hecho de que el comercio facilitado por la IA se traduzca

0 no en un crecimiento inclusivo de base amplia dependera

de la formulacién y la aplicacion de las politicas comerciales

y relacionadas con el comercio. Las normas de la OMC sobre

el comercio de bienes, servicios, datos, propiedad intelectual

y contratacién publica pueden determinar la disponibilidad,
asequibilidad y difusién de la IA. Las politicas complementarias que
reglamentan la competencia, la infraestructura de datos, la energia,
la educacién y las ayudas gubernamentales también pueden ayudar
a determinar silas economias se benefician del comercio facilitado
por la IA y de qué forma. La OMC puede desempefiar una funcion
central para velar por que la IA apoye un crecimiento mas inclusivo
impulsado por el comercio administrando las normas de la OMC,
fomentando el didlogo, la transparencia y la creaciéon de capacidad,
y estrechando la colaboraciéon en materia de IA y comercio digital
con otras organizaciones internacionales.
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